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1. 认识开发板 

1.1. 开发板实物图 

1.1.1. START开发板 

START开发板由底板和模组组成，模组搭载了 GD32VW55x WiFi+BLE芯片。 

图 1-1. START 开发板实物图 

主要关注开发板的以下几个部分，已在图 1-1. START开发板实物图中标注出来。 

 启动模式（Boot PIN）； 

 供电口（POWER）； 

 查看日志（UART）； 

 调试器接口（JLink 或 GDLink）； 

 重启（Reset Button）。 

1.1.2. EVAL开发板 

EVAL 开发板由底板和模组组成，模组搭载了 GD32VW55x WiFi+BLE 芯片，底板引出了众多

外设测试口，例如：I2C，IFRP，ADC 等。 

对开发者来说，主要关注开发板的以下几个部分，已在图 1-2. EVAL开发板实物图中标注出来。 

 启动模式（Boot PIN）； 

 供电口（POWER）； 

 查看日志（UART）； 

 调试器接口（JLink 或 GDLink）； 

 重启（Reset Button）。 
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图 1-2. EVAL 开发板实物图 

对于 START 和 EVAL 开发板，SDK 配置不同，需要选择不同的宏使能。如图 1-3. 开发板类

型 配 置 所 示 ， SDK 默 认 选 择 START 开 发 板 配 置 。 配 置 文 件 为

GD32VW55x_RELEASE/config/platform_def.h。 

图 1-3. 开发板类型配置 

1.2. 启动模式 

GD32VW55x 可以选择从 ROM 启动，FLASH 启动或者 SRAM启动。 

开发板BOOT SWD框内的BOOT0和BOOT1两根引脚的高低选择决定了启动模式，见表1-1. 

启动模式。更多关于启动模式的说明请参考文档《GD32VW55x_User_Manual》。 

表 1-1. 启动模式 

EFBOOTLK BOOT0 BOOT1 EFSB 启动地址  启动区域  

0 0 - 0 0x08000000 SIP Flash 

0 0 - 1 0x0BF46000 secure boot 

0 1 0 - 0x0BF40000 Bootloader / ROM 
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EFBOOTLK BOOT0 BOOT1 EFSB 启动地址  启动区域  

0 1 1 - 0x20000000 SRAM 

1 0 - 0 0x08000000 SIP Flash 

1 0 - 1 0x0BF46000 Secure boot 

1 1 - - 0x0BF40000 Bootloader / ROM 

1.3. 调试器接口 

对于 START 开发板，开发板自带 GDLink（GD32E505），可以搭配 OpenOCD 使用，也可外

接 GDLink 调试器或者 JLink调试器进行调试和下载。在GD32E505 芯片内还集成了UART功

能，所以只需要一根 USB 线，就可以完成供电、调试和查看日志。将引脚 JTCK、JTMS、

JTDO 和 JTDI 与开发板中部四引脚通过跳线帽连接，即可通过 GDLink 下载和调试代码。图

1-1. START 开发板实物图中展示的是透过 GDLink 进行调试。 

对于 EVAL 开发板，也可使用GDLink 调试器或者 JLink 调试器进行调试和下载。 

此外需要注意的是，GD32VW55x 支持 cJTAG 和 JTAG，不支持 SWD 的调试接口。 

1.4. 下载接口 

对于 START 开发板，除了上一节提到的通过 GDLink 调试器或者 JLink 调试器进行固件下载

外，如果不需要调试功能，仅需要下载固件，还可以使用U盘拷贝的方式下载。将开发板通过

USB 线插入电脑，如图 1-4. 设备和驱动器列表中所示的 GigaDevice 盘。将 image-all.bin 文

件（见后续章节）拷贝进 GigaDevice 盘，就能完成对 GD32VW55x 芯片的 FLASH 烧写。 

图 1-4. 设备和驱动器列表 

对于 EVAL 开发板，支持使用GDLink 调试器或者 JLink 调试器进行下载，不支持 U 盘拷贝。 

1.5. 查看日志 

使用 MicroUSB 线连接 START 开发板，PC 端使用串口工具并根据图 1-5. 串口配置的参数配

置并连接，就可以使用串口输出日志了。 
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图 1-5. 串口配置 
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2. 搭建开发环境 

在编译和烧录固件之前，需要搭建开发环境。 

目前可使用的开发工具是 GD32 Embedded Builder 和 SEGGER Embedded Studio IDE。 

2.1. GD32 Embedded Builder 安装 

GD32 Embedded Builder 可在地址https://gd32mcu.com/cn/download选择GD32VW5下载，

解压后的路径如图 2-1 GD32 Embedded Builder目录结构所示，其中 build tool、tool chain、

openocd、jlink 等都已经放在Tools 目录下。 

图 2-1 GD32 Embedded Builder 目录结构 

2.2. SEGGER Embedded Studio IDE 安装 

请访问 https://wiki.segger.com/GD32V 获取 SEGGER Embedded Studio IDE 和 License 

Activation Key。 

  

https://gd32mcu.com/cn/download
https://wiki.segger.com/GD32V
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3. 开发需知 

在着手开发之前，先了解下SDK 执行程序组成员有哪些，以及如何正确配置 SDK。 

3.1. SDK 执行程序组 

SDK 最终生成的执行程序主要有两个：一个是 MBL（Main Bootloader），一个是 MSDK

（Main SDK）。它们最终都将被烧写到 FLASH 运行。上电之后，程序将从 MBL 的

Reset_Handler 启动，然后跳转到 MSDK 主程序运行，如图 3-1. 启动过程所示。 

图 3-1. 启动过程 

MBL MSDK

 

3.2. SDK 配置 

3.2.1. 无线模块配置 

配置文件为 GD32VW55x_RELEASE/config/platform_def.h，主要内容见图 3-2. 无线模块配

置。 

图 3-2. 无线模块配置 

 

 如果是 BLE/WiFi combo 模式，请打开： 

- #define CFG_WLAN_SUPPORT 

- #define CFG_BLE_SUPPORT 

 如果是 BLE only，请只打开： 

- #define CFG_BLE_SUPPORT  

 如果是 WiFi only，请只打开： 

- #define CFG_WLAN_SUPPORT 

 如果关闭无线模块，请全部关闭。 
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3.2.2. SRAM布局 

SRAM layout 配置文件为 GD32VW55x_RELEASE\config\config_gdm32.h。修改图 3-3. 

SRAM 布局中宏定义值，可以对可执行程序段 MBL 及 IMG 占用的 SRAM 空间进行规划。这

些值是偏移地址，基地址定义在该文件开头处。 

标注“!Keep unchanged!”的行不能修改，否则会影响 ROM 中代码 MbedTLS 的运行。 

图 3-3. SRAM 布局 

 

每个可执行程序段内部的 SRAM 空间规划可以参考对应工程下的 .ld 文件，如

MBL\project\eclipse\mbl.ld 和 MSDK\plf\riscv\env\gd32vw55x.ld。 

3.2.3. FLASH布局 

Flash layout 配置文件为 GD32VW55x_RELEASE\config\config_gdm32.h。修改图 3-4. 

FLASH 布局中宏定义值，可以对可执行程序段MBL及 MSDK占用的 FLASH 空间进行规划。

这些值是偏移地址，基地址定义在该文件开头处。 

标注“!Keep unchanged!”的行不能修改，否则会影响工程运行。 

图 3-4. FLASH 布局 

每个可执行程序段内部的 FLASH 空间规划可以参考对应工程下的 .ld 文件，如

MBL\project\eclipse\mbl.ld 和 MSDK\plf\riscv\env\gd32vw55x.ld。 

3.2.4. 固件版本号 

配置文件为 GD32VW55x_RELEASE\config\config_gdm32.h。修改图 3-5. 固件版本号中宏定

义值，可以指定版本号。此外RE_IMG_VERSION在Secure Boot中会用于固件版本的判定。 

MBL 只能本地升级，IMG 可以支持在线升级，SDK 发布的版本号与RE_IMG_VERSION保持

一致。 
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图 3-5. 固件版本号 

3.2.5. APP配置 

配置文件为 GD32VW55x_RELEASE\MSDK\app\app_cfg.h。可以选择是否打开一些应用，例

如：ATCMD，阿里云，MQTT，COAP等。 

通过修改 app_cfg.h 内的宏CONFIG_BLE_LIB 可切换BLE library。将 CONFIG_BLE_LIB 配

置为 BLE_LIB_MIN（如图 3-6 BLE library 选择所示），工程编译时会选择 libble.a，同时头文

件会 include ble_config_min.h;将CONFIG_BLE_LIB 配置为BLE_LIB_MAX，工程编译时会选

择 libble_max.a，同时头文件会 include ble_config_max.h。 

图 3-6 BLE library 选择 

libble.a 支持的功能如下： 

1. 支持 peripheral 

2. 支持一条链路连接 

3. 支持 server 

4. 支持 host 和 controller 

5. 支持 EATT 

6. 支持微信小程序 wifi 配网 

libble_max.a 在 libble.a 的基础上，额外支持的功能如下： 

1. 支持 central 

2. 支持四条链路 

3. 支持 client 

4. 支持周期广播 

5. 支持 phy update 

6. 支持 power control 

7. 支持 ble ping 

8. 支持 secure connection 
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3.2.6. 工程配置 

主 工 程 -MSDK ， 支持 多种 Configurations ，默 认选 择 msdk ， 还 有 msdk_ffd 、

msdk_mbedtls_2.17.0、msdk_rtthread、msdk_threadx 可选。 

msdk_ffd 与 msdk 的差别主要是工程包含的 WiFi 连接管理库不同。msdk 包含 libwpas, 它更

精炼、更少占用内存资源。而 msdk_ffd 包含 wpa_supplicant，它功能更全更通用，但代码比

较大，而且占用内存资源比较多。另外，msdk_ffd 会默认包含 libble_max.a，开启更多 BLE

功能。当然 msdk 可以通过修改配置来实现 libble.a 和 libble_max.a 的切换。 

msdk_mbedtls_2.17.0 与 msdk 的差别主要是工程包含的 MbedTLS 库版本不同。msdk 包含

MbedTLS 3.6.2，而 msdk_mbedtls_2.17.0 包含 MbedTLS 2.17.0。MbedTLS 3.6.2 运行在

FLASH 中，而 MbedTLS 2.17.0 大部分内容运行在ROM中。如果是对安全有严格要求，建议

选择 msdk。如果 FLASH 空间紧张，建议选择 msdk_mbedtls_2.17.0。 

msdk_rtthread 与 msdk 的主要差别是工程使用的 RTOS 不同。msdk 使用 FreeRTOS，

msdk_rtthread 使用 rt-thread. 

msdk_threadx 与 msdk 的主要差别也是工程使用的 RTOS 不同。msdk 使用 FreeRTOS，

msdk_threadx 使用 threadx. 

• msdk 

FreeRTOS + Libwpas.a + libble.a + MbesTLS 3.6.2 

• msdk_ffd 

FreeRTOS + wpa_supplicant + libble_max.a + MbesTLS 3.6.2 

• msdk_mbedtls_2.17.0 

FreeRTOS + Libwpas.a + libble.a + ROM MbesTLS 2.17.0 

• msdk_rtthread 

RTThread + Libwpas.a + libble.a + MbesTLS 3.6.2 

• msdk_threadx 

Threadx + Libwpas.a + libble.a + MbesTLS 3.6.2 

在实际使用时，如何进行 Configurations 选择详见4.2 编译小节中编译 MSDK 工程部分。 

3.3. 正确日志示例 

在固件组（MBL+MSDK）下载成功后，打开串口工具，按下开发板上的 Reset 键，可以看到

图 3-7. 工程启动信息。如果出现异常，请查阅6 常见问题，看能否找到帮助。 
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图 3-7. 工程启动信息 
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4. GD32 Embedded Builder IDE 工程 

本章将介绍如何在Embedded Builder IDE 下编译和调试 SDK。 

工程组由 MBL 和 MSDK两个工程组成。MSDK包含WiFi 和BLE协议栈、外设驱动及应用程

序等，MBL 主要负责从两个 MSDK固件（当前固件和OTA 固件）中选择正确的去运行。 

4.1. 打开工程组 

 检查 SDK 目录 GD32VW55x_RELEASE，如图 4-1. SDK目录所示。 

图 4-1. SDK 目录 

启动 IDE，双击 EmbeddedBuilder 目录下的 Embedded Builder.exe,并选择 SDK 目录

GD32VW55x_RELEASE 为 workspace，点击 launch 按钮，如图 4-2. 启动 Embedded 

Builder 所示。 

图 4-2. 启动 Embedded Builder  

 

 导入 MBL 工程 

File 菜单点击 Open Projects from file System, 如图 4-3. Open Projects from file System

所示。 
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图 4-3. Open Projects from file System 

选择工程路径 GD32VW55x_RELEASE\MBL\project\eclipse，如图 4-4. 选择 MBL 工程路径

所示，并点击 finish。 

图 4-4. 选择 MBL工程路径 

 
关闭 welcome 界面就可以看到MBL 工程，如图 4-5. MBL工程界面所示。 



AN154 

GD32VW553 快速开发指南 

 
19 

 

图 4-5. MBL 工程界面 

 导入 MSDK 工程 

File 菜 单 点 击 Open Projects from file System, 工 程 路 径 选 择

GD32VW55x_RELEASE\MSDK\projects\eclipse\msdk，如图 4-6. 选择 MSDK 工程路径所示

，并点击 finish。 

图 4-6. 选择 MSDK 工程路径 

 

查看 MSDK 和 MBL 工程界面，如图 4-7. MSDK 和 MBL 工程界面所示。 
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图 4-7. MSDK 和 MBL工程界面 

4.2. 编译 

 检查工程编译工具配置 

右击工程，点击properties，依次选择C/C++ Build Settings，选项卡点击 toolchain settings

，如图 4-8. 工具链配置所示。 

图 4-8. 工具链配置 

 编译 MBL 工程 

右击工程，点击 build project，如图 4-9. 编译 MBL 工程所示。 
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图 4-9. 编译 MBL工程 

编译结果，如图 4-10. 编译 MBL结果所示。 

图 4-10. 编译 MBL结果 

编译完成后会自动调用脚本 MBL\project\mbl_afterbuild.bat 生成 mbl.bin，并拷贝至目录

scripts\images。 
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 编译 MSDK 工程 

右击工程，依次点击 Build Configurations—>Set Active—>选择需要的配置，如图 4-11. 

Configurations选择所示，MSDK 默认 configuration 为msdk。 

图 4-11. Configurations选择 

 

再次右击工程，点击 Build project，编译结果如图 4-12. MSDK 编译结果所示。 

图 4-12. MSDK 编译结果 

 SDK 生成的 image 

MSDK 编译完成之后，会调用 MSDK\projects\image_afterbuild.bat 生成 image-ota.bin 和

image-all.bin。并将生成的 bin 文件拷贝至\scripts\images 内，如图 4-13. images输出所示。 

image-ota.bin是MSDK工程生成的bin文件，可用于OTA升级，image-all.bin是MBL(mbl.bin)

和 MSDK(image-ota.bin)的组合，该固件可用于生产，烧录到 FLASH 中运行。 
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图 4-13. images输出 

4.3. 固件下载 

4.3.1. U盘拷贝 

如 1.4 下载接口章节展示，拷贝 GD32VW55x_RELEASE\scripts\images\image-all.bin 至

Gigadevice 盘即可烧写，该功能仅在START开发板且使用板载GDLink 连接时支持。 

4.3.2. 使用afterbuild.bat下载 

工程通过 afterbuild 调用脚本支持编译完成后自动完成 image 的下载，脚本文件为：

MSDK\projects\image_afterbuild.bat。 

在 image_afterbuild.bat 的末尾有如图 4-14 配置 image 自动下载所示的一段代码。 

图 4-14 配置 image 自动下载 

该段代码是运用 openocd+Jlink/GDLink 来实现下载，通过配置 openocd 使用不同的 cfg 文件

来选择是使用 Jlink 或 GDLink 来下载，当使用 GDLink 连接电脑和开发板时，需将图中

LINKCFG 设置成 openocd_gdlink.cfg ，若使用 Jlink 连接时，将 LINKCFG 设置成

openocd_jlink.cfg。在编译完成后，afterbuild会调用该脚本执行配置的内容完成对应 image的

下载（请将图中红框内的取消注释，该功能默认不启用）。 

4.3.3. 使用J-Flash Lite下载 

当 使 用 Jlink 进 行 调 试 和 固 件 下 载 时 ， 在 目 录 ：

GD32EmbeddedBuilder_v1.4.14.29824\Tools\J-Link 下有 JFlashLite.exe，双击打开后按图 

4-15 JFlashLite 配置所示配置 JFlashLite，选择 Target device 为 GD32VW553xxxx，选择

Target interface 为 JTAG（也可选 cJTAG，但是速度慢），Speed 选择 9600Khz；然后点击

OK。 
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图 4-15 JFlashLite 配置 

在打开界面中，如图 4-16 J-Flash 烧录界面所示，选择 Data File 为编译产生的 image-all.bin

或 image-ota.bin（编译完成后存放在目录 GD32VW55x_RELEASE_V1.0.xx\scripts\images

下）；当选择的是 image-all.bin 文件时，右侧的 Prog. Addr.设置为 0x08000000；当选择的是

image-ota.bin 时，右侧的 Prog. Addr.设置为 0x0800A000。设置完成后点击 Program Device，

等待进度条完成即完成烧录。 

图 4-16 J-Flash 烧录界面 

4.4. 调试 

目前 START开发板和 EVAL 开发板都有板载 GDLink，也可外接 Jlink 用于调试。 

调试过程如下所述，默认使用 msdk 的工程配置，如需切换其他工程配置，请参考 6.3 调试时

选择不同的工程配置。 

4.4.1. 配置调试配置 

右击 MSDK 工程，依次点击 Debug As->Debug Configurations，如图 4-17. 打开调试配置选

项所示。 
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图 4-17. 打开调试配置选项 

双击左侧的 GDB General Debugging，会自动新建一个 Debug configuration，如图 4-18. 

MSDK 调试配置所示。其中 c/c++ application 已经自动选择 msdk\MSDK.elf，它指向需要调

试的 configuration 编译产生的 elf文件。可勾选 Enable/Disable auto build 来选择是否在调试

前编译工程。 

图 4-18. MSDK 调试配置 
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4.4.2. 使用GDLink进行调试 

按图 4-19 MSDK 使用 openocd 调试配置界面所示在Debugger 界面将GDB Server 切换到

openocd，同时将红框内的 Config Options 按图中所示进行指定后点击 Debug 即开始调试。

调试界面如图 4-20. MSDK 调试界面所示。 

图 4-19 MSDK 使用 openocd调试配置界面 

图 4-19 MSDK 使用 openocd 调试配置界面中的 Debug Options 中 Initial Reset 和 Pre-

run/Restart Reset 选中后会在调试开始时 reset 芯片；Load execuatable 会在调试前烧录一次

固件。 

4.4.3. 使用JLink进行调试 

GD32VW553 支持 JTAG 和 cJTAG 调试，首先将 Jlink 调试器的引脚和 GD32VW553 JTAG引

脚连接。其次将图 4-19 MSDK 使用 openocd 调试配置界面中红框内的 cfg 文件换成

openocd_jlink.cfg（该文件在目录： MSDK\projects\eclipse\msdk 下），然后点击 debug即可

进入调试。在使用JLink调试过程中若遇到驱动问题，请参考 6.4JLink 驱动更换。 
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图 4-20. MSDK 调试界面 
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5. SEGGER Embedded Studio IDE 工程 

本章将介绍如何在SEGGER Embedded Studio IDE 下编译和调试 SDK。 

5.1. 打开工程组 

 打开 MBL 工程 

打开目录：GD32VW55x_RELEASE\MBL\project\segger，双击 MBL.emProject 打开 MBL 

SES 工程，打开后的工程如图 5-1. MBL SES Project 工程界面所示。 

图 5-1. MBL SES Project 工程界面 

 

 打开 MSDK 工程 

打开目录：GD32VW55x_RELEASE\MSDK\projects\segger，双击 MSDK.emProject 打开

MSDK 工程，打开后的工程如图 5-2. MSDK SES工程界面所示。 
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图 5-2. MSDK SES 工程界面 

5.2. 编译 

 SES build tool 配置 

SES 默认使用 riscv32-none-elf 的工具链编译 GD32VW55x 的工程，为了更好地支持 riscv的

拓展指令集，需要使用nuclei的工具链即riscv-nuclei-elf编译。编译工具可联系销售或FAE获

取，工具链具体内容如图 5-3. nuclei工具链内容所示。图中 Segger_IDE 为 SES IDE安装目

录。 

图 5-3. nuclei 工具链内容 

 编译 MBL 工程 

右击工程，点击 build，如图 5-4. 编译 MBL 工程所示；或者点击菜单栏Build->Build MBL。 

图 5-4. 编译 MBL工程 
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编译结果，如图 5-5. MBL编译结果所示。 

图 5-5. MBL 编译结果 

编译完成后会自动调用脚本 MBL\project\mbl_afterbuild.bat 生成 mbl.bin，并拷贝至目录

scripts\images。 

 编译 MSDK 工程 

右击 MSDK 工程内 Project ‘MSDK’，点击 Build，如图 5-6. 编译 MSDK 工程所示。 

图 5-6. 编译 MSDK 工程 

 MSDK configuration 选择 

MSDK 的 configuration 切换如图 5-7. MSDK 工程配置选择所示，当前 SES 的工程仅支持了

msdk、msdk_ffd、msdk_mbedtls_2.17.0；若需使用配置 msdk_threadx 和 msdk_rtthread 还

请使用 GD32 EmbeddedBuilder IDE 工程或者等待后续更新。 

图 5-7. MSDK 工程配置选择 
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选择对应的配置后，右击工程，点击Build，编译结果如图 5-8. MSDK 编译结果所示。 

图 5-8. MSDK 编译结果 

 SDK 生成的 image 

MSDK 编译完成之后，会调用 MSDK\projects\image_afterbuild.bat 生成 image-ota.bin 和

image-all.bin。并将生成的 bin 文件拷贝至\scripts\images 内，如图 5-9. images输出所示。 

image-ota.bin是MSDK工程生成的bin文件，可用于OTA升级，image-all.bin是MBL(mbl.bin)

和 MSDK(image-ota.bin)的组合，该固件可用于生产，烧录到 flash 中运行。 

图 5-9. images输出 

5.3. 固件下载 

如 1.4 下 载 接口章节，拷贝 GD32VW55x_RELEASE\scripts\images\image-all.bin 至

Gigadevice 盘即可烧写。 

或者通过点击菜单栏 Target->Download MSDK下载，如图 5-10 SES IDE image下载所示。 
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图 5-10 SES IDE image 下载 

5.4. 调试 

 调试配置 

SES IDE 建议使用 jlink 调试，且 jlink driver 版本至少为 V7.92o，该版本 jlink driver 支持

GD32VW55x 芯片。 

工程默认已经配置好 Debug 信息，如需更改，右击 MSDK 工程，点击 Options 打开配置界面

，可在 Debug 选项下修改Debugger 和 JLink，如图 5-11 MSDK SES工程配置界面所示。 

图 5-11 MSDK SES 工程配置界面 
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 开始调试 

点击菜单栏的 Debug->GO 即可调试，点击后等待烧录 image 完成后进入如图 5-12 SES IDE 

Debug 界面所示界面。 

图 5-12 SES IDE Debug 界面 

  



AN154 

GD32VW553 快速开发指南 

 
34 

 

6. 常见问题 

6.1. No image 错误 

打印 ERR: No image to boot (ret = -5) 。 

原因：前一次引导MSDK错，MBL 记录该 IMAGE 运行异常，如果另一个 IMAGE未烧录或者

也发生过引导异常，则会打印此消息。也就是说 MBL 认为没有可跳转的合法 IMAGE，引导失

败。 

解决方法：再烧录一遍MBL 即可，烧录后 IMAGE状态会清空。 

6.2. 代码跑在 SRAM 

如果有程序需要更快速运行，以便达到更高的性能，可以考虑将它们移动到 SRAM 里面运行。 

可 以 打 开 GD32VW55x_RELEASE\MSDK\plf\riscv\env\gd32vw55x.ld ， 找 到

“.code_to_sram :”这一行，这段大括号中包含的代码都是运行在 SRAM 的。如果需要添加

新内容，可以加在最后面。格式参照已有的文件，例如： 

KEEP ( *port.o* (.text* .rodata*))是将整个 port.c 文件放进SRAM 运行。 

例如：KEEP (*tasks.o* (.text.xTaskIncrementTick))是将 tasks.c 中的 xTaskIncrementTick () 

函数放进 SRAM运行。 

6.3. 调试时选择不同的工程配置 

MSDK工程对应多个 configuration（详见3.2.6工程配置），调试时需选择对应的configuration，

具体操作为，点击图 4-18. MSDK 调试配置中的红框的 Search Project，打开如图 6-1选择工

程配置调试所示界面，双击下方 Qualifier 框内要调试的 configuration 即可（需要先编译对应

的 configuration 才会出现对应的选项）。 
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图 6-1 选择工程配置调试 

6.4. JLink 驱动更换 

在 Embedded Builder 工程中使用 openocd+JLink 调试时若遇到“Error: No J-Link device 

found”的问题，则需要更改JLink 驱动，更改步骤如下： 

1. 使用管理员权限打开 zadig.exe 文件（官网：https://zadig.akeo.ie），点击 options，勾选

List All Devices，如图 6-2 Zadig选项勾选所示。 

图 6-2 Zadig 选项勾选 

2. 选择下拉框内的 JLink devices，如图 6-3 替换 JLink 驱动 

3. 中所示是 BULK interface，点击 Replace Driver，将 JLink 驱动替换成WinUSB。 
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图 6-3 替换 JLink 驱动 

4. 等待替换完成之后插拔一下 JLink 设备，之后再用 JLink debug 即无驱动问题。 
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7. 版本历史 

表 7-1. 版本历史 

版本号. 说明 日期 

1.0 首次发布 2023 年 10 月 17 日 

1.1 第二章开发环境内容修订 2024 年 01 月 26 日 

1.2 
新增 SES IDE工程，GD32 Eclipse 

IDE更新为 GD32 Embedded Builder 
2024 年 7 月 17 日 

1.3 更新部分图示与 SDK1.0.3 相匹配 2025 年 4 月 8 日 

1.3a 更新开发板图片，新增固件下载等 2025 年 5 月 15 日 
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